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RESUMEN

El mejoramiento de materiales para darles nuevas caracteristicas es un reto de las
recientes investigaciones e incluye nuevos y optimizados procesos de fabricacién que
son ecoldgicos, de bajo costo y representan una mejora en las propiedades funcionales
de los materiales. El proceso de depdsito por via quimica (electroless) es un método
usado para la metalizacion de materiales ceramicos o poliméricos, para darles a estos
materiales caracteristicas metalicas, pero sin afectar su dureza y ligereza. En este tipo
de procesos, el uso de reactivos de alto costo (sales de metales preciosos) representa
un alto riesgo para invertir, debido a la volatilidad de los precios del paladio. El uso de
reactivos altamente contaminantes (Cr(VI)) representa un riesgo para la salud y medio
ambiente. Estas desventajas hacen necesario el desarrollo de nuevos procesos con el
fin de contar con procesos mas competitivos y ecolégicamente mas convenientes. En
este trabajo se estudian diferentes alternativas para las etapas de ataque quimico y de
activacion de un proceso de recubrimientos de cobre por via quimica sobre sustratos de
interés para la industria aeronautica y automotriz, a base de fibras de carbono y fibra de
vidrio, reforzadas con polimeros (FRP). Estos materiales tienen propiedades que los
hace adecuados para su aplicacién en industrias como aeronautica y automotriz. Las
alternativas estudiadas para sustituir la etapa de ataque quimico convencional de
soluciones de Cr(VI) se basan en el uso de oxidantes fuertes o soluciones de elevada
acidez, para crear una superficie hidrofilica, ademas de micro-rugosidades. Para la etapa
de activacion, los procesos estudiados consideran el uso de soluciones de metales de
transicion con el fin de sustituir la etapa convencional basada en el uso de soluciones de
Pd y SnCl, como reductor. Los recubrimientos obtenidos con el nuevo método propuesto
(H2S04-AgNO3) conservan la morfologia inicial del sustrato, uniformes, con
conductividad y brillo metalico, formados por particulas esféricas de hasta 2 um de
diametro y con espesores de hasta 29 um. Estos resultados demuestran que el método
propuesto, con un tratamiento quimico con H>SOs y activacion con AgNOs, es una
alternativa viable, menos contaminante (evita el uso de Cr(VI)) y mas econdémica (sin el
uso de sales de Pd) para la obtencién de recubrimientos de cobre por via quimica sobre

sustratos FRP que son de interés para industria aeronautica y automotriz.



ABSTRACT

The development of materials with new caracteristics is a challenge of a recent
researches and involves new and optimized processes of fabrication that are ecological,
of low cost or represent an improvement in his functional propierties is. The deposition
via electroless is a method used for metallization of ceramic or polymeric substrates for
give metallics propierties to composites that conserve his lightness and hardness in this
case copper was deposited on substrate of fiber reinforced with polymer (FRP) that is
used in the aeronautical industry. Copper has many applications today due to it is
versatility, propierties thermal, electrical conduction and malleability. The process of
electroless deposition involve many stages without which the deposition process could
not occur, involves a pretreatment with the use of highly reactive contaminants such as
Cr (VI) for a process of chemical attack and expensive reagents (Pd) for activation. This
work is focused in the optimization of the electroless process avoiding the use of several
pretreatment solutions. The new pretreatment is based in the use of oxidizing reagents
that were tested to create an hydrophilic surface and at the same time a surface with
micro-roughness to improve the further adhesion of the deposit. Best results were
obtained when H>SO4 is used in this stage with similar properties than those obtained
when Cr (VI) is used. This propierties was evaluated by the measure of contact angle,
morphology by optical microscopy and profilometry. In the stage of activation of the
surface, solution of Pd-Sn and Ag were evaluated. The activated substrates were use for
electroless deposition of copper. The obtained deposit were evaluated by AFM, SEM and
EDS. This deposit preserves the morphology of initial substrate, uniform, metallic shine,
conductive, particles with spherical morphology with particle size of 2 um in diameter and
coating thickness of 29 um. This results show that Ag solutions can be used to replace
Pd for the activation of FRP and allow to propose a new and no polluting process to obtain

Cu by electroless deposition because Cr (VI) and Pd solutions are no used.
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